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 1

1 GÉNÉRALITÉS

1.1 Champ d’application Cette norme présente l’ensemble des matériaux, des méthodes ainsi que les exigences 
d’acceptation pour la fabrication des assemblages électriques et électroniques brasés. L’intention de ce document est 

de se baser sur la méthodologie de contrôle de procédé pour assurer des niveaux de qualité corrects pour la fabrication des 
produits. Il n’est pas dans l’intention de cette norme d’exclure toute procédure pour le placement des composants ou pour 
l’application de flux ou d’alliage utilisés pour réaliser la connexion électrique.

1.2 But Le respect de cette norme requiert de se conformer aux exigences matérielles, aux exigences relatives aux 
procédés de fabrication employés, mais aussi aux critères d’acceptabilité relatifs à la production des assemblages 

électriques et électroniques brasés. Pour approfondir vos connaissances concernant les recommandations et les exigences de ce 
document, il est possible de consulter en complément les normes IPC-HBDK-001, IPC- AJ-820 et IPC-A-610. Ces normes 
peuvent être réactualisées à tout moment, notamment par le biais de l’ajout d’amendements. Le recours à un amendement ou à 
une nouvelle révision de cette norme n’est pas systématiquement exigé.

1.3 Classification Cette norme reconnait que les assemblages électriques et électroniques sont sujets à des classifications 
selon l’utilisation finale supposée du produit. Trois classes de produits finis ont été définies afin de caractériser les exigences en 
termes de faisabilité, de complexité, d’efficacité de fonctionnement et de fréquence des contrôles (inspections/tests). Il devrait 
être reconnu qu’il puisse y avoir des recouvrements d’équipement entre les classes.

L’Utilisateur, voir 1.8.13, est responsable de la définition de la classe produit. La classe produit devrait être indiquée dans la 
documentation contractuelle.

CLASSE 1 – Produits Électroniques Généraux
Inclut les produits pour des applications où l’exigence principale est le fonctionnement de l’ensemble électronique terminé.

CLASSE 2 – Produits Électroniques Spécialisés
Inclut les produits nécessitant des performances élevées et une longue durée de vie pour lesquels un fonctionnement ininterrompu 
est souhaitable, mais non critique. Typiquement, le milieu de l’utilisation ne causerait pas de panne.

CLASSE 3 – Produits Électroniques Haute Performance/Environnement Sévère
Inclut les produits pour lesquels un bon fonctionnement continu et sur demande est critique, pour lesquels on ne peut pas 
tolérer d’interruption du fonctionnement du matériel. L’environnement d’utilisation peut être particulièrement difficile et le 
fonctionnement doit être toujours assuré. C’est le cas des dispositifs de survie ou d’autres systèmes critiques.

1.4 Dispositifs et équipements de mesures Cette norme emploie des unités de mesure appartenant au Système International 
(SI) selon la norme ASTM SI10, IEEE/ASTM SI 10, section 3 [leurs équivalents dans le système impérial apparaitront entre 
crochets, dans un souci de simplification]. Les unités du Système International employées par cette norme sont les millimètres 
(mm) [in] pour les dimensions et les tolérances des dimensions, les degrés Celsius (°C) [°F] pour les températures et les 
tolérances des températures, les grammes (g) [oz] pour les masses et les lumens (lm) [pied bougie] pour la luminosité.

Note : Cette norme emploie également d’autres unités dérivées du SI (d’après l’ASTM SI10, section 3.2) afin de supprimer les 
zéros non significatifs (par exemple, 0,0012 mm deviennent 1,2 μm) ou en tant qu’alternative à la notation en puissances de 
dix (3,6 × 103 mm deviennent 3,6 m).

1.4.1 Vérification des Dimensions La mesure réelle des dimensions de montage d’une partie spécifique et du joint brasé 
et la détermination des pourcentages ne sont pas requises sauf pour des raisons d’arbitrage. Afin de déterminer le degré de 
conformité aux spécifications présentées dans cette norme, arrondir toutes les valeurs mesurées ou déterminées « à l’unité 
la plus proche » soit le dernier chiffre de droite, exprimant la limite fixée par les spécifications, conformément à la méthode 
de l’arrondi de la norme ASTM relatives aux pratiques, section E29. Par exemple, pour des spécifications de 2,5 mm max, 
2,50 mm max ou de 2,500 mm max, la valeur mesurée est arrondie respectivement aux 0,1 mm, 0,01 mm ou aux 0,001 mm le 
plus proche, puis comparée à la valeur citée précédemment dans la spécification.

Les exigences relatives au brasage d’assemblages 
électroniques et électriques


